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  2011年7月9日，在国家02专项和中国封装测试联盟的支持下，由中国科学院微电子研究

所发起的国内首个硅通孔（TSV）技术攻关联合体在北京宣告成立并启动了第1期攻关项目。

科技部02专项责任专家于燮康，02专项专家组组长、中科院微电子所所长叶甜春以及近30家

企业和科研单位代表参加了启动会。  

  会上，于燮康首先致辞并对联合体的运作及权责分配提出了相关建议。叶甜春对TSV技

术攻关联合体的成立提出了希望，他表示这是对产学研结合的一种有益尝试，希望参加的多

家企业能够相互之间实现部分资源的开放，相互合作，促进中国封测业的更好发展。中科院

微电子所万里兮研究员和于大全研究员分别对TSV技术攻关联合体的总体情况以及本期联合

攻关项目进行了介绍。会议还特别邀请了中科院国家科学图书馆的代表对TSV技术的专利布

局和研究现状进行了总结。  

  万里兮研究员在讲话时说指出，国内外目前普遍认为TSV技术是未来半导体技术发展的

重要方向，但目前很多方面还不明确，尤其在产业化过程中还存在一些问题。此外，还存在

着技术难点、成本偏高、代工企业与封测企业技术划分不确定、TSV技术产业链更长、实现

难点多等问题。他明确表示，刚成立的技术攻关联合体要进行“竞争前技术研发”，不以达

到高的技术指标为主要目的；第1期攻关项目主要是进行TSV转接板制备和封装集成；通过走

通完整的技术流程，掌握设备、材料的真实需求（参数，型号等），了解技术难点（设备，

材料，工艺），掌握投入、产出、成本等准确信息。通过全面的前期评估及技术实现，为企

业是否进入该技术领域提供参考。于大全研究员详细介绍了本期研究课题及技术方案情况，

根据开发基于TSV转接板的全套封装技术的攻关要求，介绍了初步拟定的技术方案，列出了

典型加工流程所需的设备和材料，并介绍了本期联合体的基本管理方式。  

  各参会企业、高校和研究机构代表对TSV技术攻关联合体的成立及要开展的研究内容等

问题进行了发言。大多数企业代表表示将加入该联合体，认为TSV技术攻关联合体的成立，

提供了一个很好的平台，可以让企业能够以更低的成本、更快的速度、更好地了解技术需

求，并及时对自身技术进行检验和评估。一些企业代表就关心的问题如“转接板的结构或工

艺流程是否侵权、研究内容偏多如何完成、成本如何控制、成套资料内容构成”等进行了讨

论。经过深入讨论，参会人员一致认为，第1期项目的主要研究目的应在于考察技术的可行

性，评估技术实施的成本需求情况，最终主要成果除了封装样品之外，还需要提出全套的技

术报告，为企业未来的技术选择做参考。  

  会后，十余家企业与中科院微电子所正式签订了加入TSV技术攻关联合体（第1期）的协

议。  
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